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CVD:  Chemical Vapour Deposition
Chemische Abscheidung aus der Dampfphase

z.B. TiC- Herstellung
TiCl, + CH, — TiC + 4HCI

Energiequellen:
-Thermisch
-Widerstands — oder Induktionsheizung
-Wolfram Gliihfaden
-Optisch
-uv
-Laser
-Plasma (PACVD)

Schicht  Reaktionstemperatur Reaktanten
‘c (Siedetemperatur)
e 1000 CH, Hy, TICL (30° V)
ve 1050 CH, Hy, VC, (1050° ©)
sic 800 CHa Ha, SH, (9)
ws 600 CeHle, Ha, WF,(30° ©)
™ 950 N, H, TGl (30° €)
SN, 1200 NH,, Hy, S, (g)
HiN 1000 Ny, H, HICL (250° C)
s, 1000 BCk, H, TiCl, (30° C)
A0, 1000 CO,, Hy, A (150° ©)
si 1100 H,, SHC, (g)
or 850 H, CrCl; (900)
w 900 Ha, WF,(30° ©)
c 1400 G2H; oder Gy oder CH (9)
GahsP 800 As. Hy, P, GaCl (150° C)
Nb,Ge 900 Hz, NBCL, (300° C),GeCl (10° ©)




NASSCHEMISCHE VERFAHREN

Die Galvanotechnik ist in de
Schichttechnik ein Ubertecy
m eigentlichen Sinne
elektrochemischen

Galvanotechnik
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Chemische Reaktion Beschichten
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verschiedenen Metalen, einem Elekirolyten

(Salzwasser im Froschschenkel) und einem N |

Stromanzeiger (Muske).

nEmy

Metall Nor tial [V]
Aluminium Al S35 A3+ + 3e -1,69
Zink Zn & Zn2+ + 2e -0,763
Chrom Cr <5 Cr3+ + 3¢ 071
Eisen Fe €5 Fe2* + 2e 0,44
Nickel Ni €5 Ni2+ + 2e 0,253
Zinn Sn &5 Sn2+ + 2e 0,16
Wasserstoff Hy &5 21+ + 20 0,00
Kupfer Cu £ Cu2+ + 2¢ +0,35
Kupfer Cuss Cut + & +0,52
Silber Ag =5 Agt + & +0,799
Gold Au €5 Audt + 3e +1,36
Gold Au £S5 Aut + e +1,68
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Reinigen
Dispersionsschichten
mech. Schleifen
Lackieren

mech. Polieren
elektiyt. Polieren
Eloxal
Phosphatieren
Chromatieren
Zinklegierungen
chem. Nickel

Kupfer

Nickel

nEmy

Umsatz (%)

f— 23
— 23

F— 3,0

— 3.0
— 35
F— 35
P— 5
— 5
— 5
—— 1
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(| Me | (’ + Anode geht als Kationen in Losung in einem
( Me ionisierten Elektrolyt
Mez [ + Angelegte Spannung bewirkt Wanderung der

Kationen zur Kathode
Aufnahme von Elektronen von der Kathode
und Abscheidung auf der Kathode

Wasserstoffentuickiung
20~ H,

— - Bedingung: metallisch
leitend oder metallsiert
Kattiode: Ao - Theoretisch jedes Metall abscheidbar
. jedes auf jedem
2w+ 26 ~2n 0N 2H0+0, 49+ Zwischenschichten erforderiich

Metalaufsung
Zno2w 420
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Rissbildung

Galvanisches Vershromen + Korros hutz (bes

se durch Zugspannungen

berhalb 20um Risse

n Schichtdicken)

sisse bis zum Grundmaterial

Oxidfilm

et aubierdom Adr

Basis: A fest hattenden, Oxidilms

Eigenschaften von Harte BOO - 1200 HY. Ab:

Hartchromachichton Schichtaicken bis 2u Tmm. 24

s 450
maler Verschiol Bsehutz b

Elektrolytisches Vernickeln

stromloses Vernickeln

Kaum innere Spannungen in Schichten

Vorgange bei der

Fouerverzinkung
Feververzinkung erfolgt iblicherneise b

bt dieser Temperatur bikten sch b it o
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Gelb- und Transparent. Behandlung der Al- oder Zn-Werkstoffe mit Chromsaure (el pH

chromatierung

(Korr schustz geringer]

Veefahren

ekapierung bei

und Belzen bes frisch verzinkten Oberflacher

B v o

Blauchromatierung ahvsich Gel b comatier v

- der Crvom-Ml-Vertandungen

Ao geinceltsschadich, EUweites

phosphote aut Al oder Zn

Gron-
Olivehromatiorung

Schwarzchromatierung 21k Gaincto
! e Ko

Unter Brinieren versteht man die Erzeugung von schwarzen Uberzigen
auf Stahl und GuBeisen. Hierbei handelt es sich um Oxidschichten zur
Optikund

(geringer Effekt).

Die Herstellung erfolgt durch Tauchen der Teile in alkalisch-oxydierende
Bader. Dabei entstehen Mischoxide aus FeO und Fe;0;

Hatore R

Phosphatierschichten

i

Eigenchatton

Substratmaterial

Vertahren

Sehichtbildung

——

Zinkphosphatierung

ok Bep. Tur alle anderar

Zinkphony

Vertahren

Besonderheiten der
Eisenphosphatiorung

us Zink-Eisen-P en-Phosphat
pim Dicke
chich K schutzsch ter Lack (Dampfsperref
Gleitschicht vorwiegend fur unke hlo
beim Kattver n (Schamierm
gute Haftung durch Aufwachsen auf dem Substrat

vorbehardelts Terlo werden n
der Manganphosphats getaht

hlesnigec) - saurer Beizangntt aut

Pt ——
. e

& Manganghosphatierung

Keistaltine Schichten
Quualitati weit bemers Lackiervorbehondiungen

m——

Einsatz im AuBen- und Feuchtraumberes

PoN
S

oIy Deschbeunigen au votggng. taiten jectoaty
skt s ficher Gronzwett der Schichtak

ockena Innenvaum,

Baizangritt

2HPO, + Fo ~2HRO + Fotoa Kyt

Schichtbildung:

Fatte WPOR .« 150, +FaPO, | + HO

Foi++ 150, + WO ——=FolOH, | +2Hr Esenphosphatitrung

32+ 2HPO; *ZnytPOus| + 4 H Zn Phosphatierung
Hopeit

22+ 2HPO, + Fole Mrfe——eZniMn Fe)PO.;} + A He

Ll

2M s 2 s 2HPO,  ——eMAZn(PO,)

5Mn® + 4HPO, ~MnH

PO

Cais. 2704 2HPO,  ——+CaZn,iPO,

Scholzit

Bei Anwasenheit von Nickel
AN+ 2H,P0;

Zinkphasphatierung - Kristallstrubtur; SurTec §10

2nCa Phosphatierung Kristsll
struktur, SurTee 61

Relevante Norm DIN EN 12 476 (ehemals DIN 50 842)

Beispiel:
EN12476 - Fe / Zoph [ r / 3 { T2/ T1

R
Nachbohandiung

* Scnichigewicht gm’]

: Funktion der Schicht
At dos Obarzugs (Zrph, ZnCaph, Mnph, Faph)
rundmater )

T1 = Farbe, Lacke, Pulvarbe:
T2 - anorg, oder org. Versiogel

2 = Edsichsrung st Kaltumlormung
0 = Varminderung car Reous
@ = clokinische |solaton

0
1@, Ole. Schmisrmited
chee

T6 = Saifen
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Elektrolytisch oxidiertes Aluminium = Eloxal

Kathode:
6H.O" + 66 - 3H, + 6H,0
Anode:

2A - 2AR* + 6H,0°

Die Aluminiumionen reagieren weiter:
2A +9H,0 — ALLO; + 6H;0°

Gesamtreaktion:
2A+3H,0 — AL, +3H,

i

t lost sich im Elektrolyten
eder aul

Poren in der Sch
durch die der Strom zum Metal

= mit zunehmender Dicke des
schicht erhoht sich der
Widerstand

Oxid
Kinische

* das Schichtwachstum wird langsamer

die Aufiosung bleibt gleict

* die maximale Schichtdicke st begr

EVHIY

oot stec Gt

Auf Aluminium entsteht beim anodischer
Oxidieren (Elosieren) sine Duplesschicht

- Verdertwg i
[ Wl m ﬂ £ 3 ’r infarben

I ffenporige Eloxalschicht konnen
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